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(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein Kontakte-
lement (10) mit einer Leiterplatte zur Hochstromkontaktie-
rung, wobei das Kontaktelement (10) mehrteilig ausgebildet
ist und einen Kontaktkorb (12), ein Federelement (22) und
eine Verbindungseinrichtung (24) aufweist und das Feder-
element (22) vom Kontaktkorb (12) zumindest partiell um-
schlossen ist, und wobei das Federelement (22) eine Viel-
zahl von Kontaktpunkten zur Leiterplatte aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kontaktelement mit
einer Leiterplatte.

Stand der Technik

[0002] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Einlei-
tung von hohen Strdmen in eine Leiterplatte. Leiter-
platten bendtigen zu ihrem Betrieb Strom zur Versor-
gung der auf der Leiterplatte angeordneten elektroni-
schen Bauelemente. Leiterplatten dienen zur Strom-
versorgung von aktiven und passiven Bauelemen-
ten. Diese werden an den Leiterplatten befestigt. Zum
Einspeisen dienen Anschlusselemente, an denen ei-
ne Zuleitung angebracht werden kann, beispielswei-
se mithilfe von Kabelschuhen. Diese Anschlussele-
mente mussen einerseits die Anbindung solcher Ka-
belschuhe oder Leitungsenden mit geeigneten Mit-
teln ermdglichen, also eine ausreichende mechani-
sche Festigkeit aufweisen. Andererseits miissen sie
eine grolRere Strombelastung ermdglichen, also ent-
sprechend groRe Querschnitte aufweisen, um den
Widerstand klein zu halten. Die Herstellung der elek-
trischen Verbindung kann beispielsweise dadurch
geschehen, dass metallische Teile in durchkontak-
tierte Bohrungen eingepresst werden. Ebenfalls mog-
lich ist es, dass eine Verlétung erfolgt.

[0003] Fur die Einspeisung héherer Stréme ist diese
Méoglichkeit aber nicht geeignet. Dazu werde Hoch-
stromkontaktelemente eingesetzt. Hochstromkontak-
telemente dienen der Stromversorgung der auf der
Leiterplatte angeordneten elektronischen Bauele-
mente. Die elektrischen Leiter sind Versorgungslei-
tungen, die an dem Hochstromkontaktelement befes-
tigt werden.

[0004] Die DE 20 2007 010 405 U1 weist ein Kon-
taktelement mit einem Grundkoérper auf, von dessen
einer Seite Kontaktelemente in Form von Kontakt-
stiften angeordnet sind, die alle parallel zueinander
und senkrecht zu der Unterseite des als Anschluss-
block ausgebildeten Grundkdrpers verlaufen und die
bevorzugt in einem regelméafigen Muster angeordnet
sind und einen rechteckigen Querschnitt aufweisen.
Diese werden in durchkontaktierte Bohrungen einer
Leiterplatte eingepresst. Auf diese Weise bilden sie
eine mechanische und elektrische Verbindung zwi-
schen der Leiterplatte und dem Anschlusselement
des Hochstromkontaktelements. Das Anschlussele-
ment weist einen mindestens ein Gewinde aufwei-
senden Schaft auf, an dem beispielsweise mit Hilfe
einer Mutter ein Kabelschuh befestigt werden kann.
Der elektrische Leiter wird mit Hilfe eines solchen Ka-
belschuhs an dem Kontaktelement befestigt und kon-
taktiert.

[0005] Ein Stromversorgungselement fur Leiterplat-
ten geht ferner aus der DE 42 26 172 C2 hervor. Bei
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diesem sind Kontaktstifte zur Kontaktierung mit einer
Leiterplatte vorgesehen.

[0006] Die US 5 411 348 A und US 5 545 842 A
richten sich auf Mechanismen zum Verbinden und
Verriegeln zum Bewirken von elektromagnetischer
Abschirmung, elektrischer Leitfahigkeit, Warmever-
teilung und Abdichtung gegeniber der Umgebung.
Dazu sind Federeinrichtungen vorgesehen.

[0007] Die DE 20 2015 002 712 U1 offenbart eine
,Montageeinrichtung fir ein Anschlusselement®. Das
Anschlusselement weist an seiner Unterseite in Rich-
tung einer Leiterplatte angeordnete Kontaktstifte zum
Einpressen in durchkontaktierten Bohrungen auf, wo-
bei das Anschlusselement mindestens eine Nut auf-
weist, die zur Aufnahme einer Montageeinrichtung
ausgebildet ist.

[0008] Die DE 20 2015 006 560 U1 offenbart ein ,An-
schlusselement mit Positioniereinrichtung®. Das An-
schlusselement ermdglicht einen Hochstromkontakt
an Leiterplatten. An der Unterseite des Anschlussele-
ments sind in Richtung einer Leiterplatte Kontaktstifte
angeordnet, die zum Einpressen in durchkontaktier-
te Bohrungen der Leiterplatte ausgebildet sind, wo-
bei das Anschlusselement mindestens eine Frésung
aufweist, die als Positioniereinrichtung zur Positionie-
rung von Bauelementen und/oder Drahten ausgebil-
det ist.

[0009] Die US 5 807 120 A offenbart einen ,Strom-
versorgungsstecker fir Leiterplatten®. Der elektrische
Verbinder weist einen elektrisch leitfahigen Korper
mit einem bogenférmigen Abschnitt auf, wobei min-
destens ein Kontaktanschluss integral damit ausge-
bildet ist und sich von einem unteren Abschnitt einer
ersten Seite und einer zweiten Seite des leitfahigen
Kdrpers zur Befestigung an der Leiterplatte erstreckt.
Der leitende Kérper wird in einem elektrisch isolieren-
den Gehause durch ein Rastelement gehalten, das
integral mit ihm ausgebildet ist und sich auf jeder Sei-
te des leitenden Koérpers nach aulien erstreckt.

[0010] Die DE 10 2008 050 668 A1 zeigt ein ,An-
schlusselement fir Leiterplatten”. Das Anschlussele-
ment zur Befestigung von Zuleitungen an einer Lei-
terplatte weist ein Kontaktelement auf, das aus einem
Stiick Blech durch Stanzen und Umbiegen hergestellt
ist. Das Stick Blech wird zunéachst in die Form ei-
nes Kastens oder Kafigs mit angenahert einer Wiir-
felform umgeben, wobei an den Kanten der vier Wan-
de Vorspringe ausgebildet sind, die so abgebogen
sind, dass ihre Unterseite in einer Ebene liegt. An den
vier Ecken ist jeweils ein Stift ausgebildet, der Uber
die Kontaktebene vorsteht und der bei der Montage
in ein Loch der Leiterplatte eingreift.

[0011] Nachteilig an den bekannten Kontaktelemen-
ten ist, dass die Befestigung eines elektrischen Lei-
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ters, beispielsweise einer Stromversorgung mittels
eines Kabelschuhs und einer Schraubverbindung
insbesondere bei einer Massenfertigung aufwandige
Arbeitsschritte darstellen. Darliber hinaus muss der
elektrische Leiter mit einem Kabelschuh oder derglei-
chen versehen werden, so dass zuséatzliche Bauele-
mente fir den Hochstromanschluss nétig sind. Die
Verschraubung muss dariiber hinaus prazise ausge-
fuhrt werden, insbesondere mit einem vorgegebenen
Drehmoment, was zuséatzlichen Aufwand und zusétz-
liche Werkzeuge erforderlich macht. Die Verbindun-
gen haben wenige Kontaktauflagepunkte und daher
einen beschrankten Stromdurchfluss.

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein ver-
bessertes Kontaktelement fir den Hochstrombereich
fur Leiterplatten zu schaffen, das eine sichere Kon-
taktierung auf der Leiterplatte und eine schnelle und
stromtragfahige Verbindung des elektrischen Leiters
ermdglicht.

Offenbarung der Erfindung

[0013] Zur Lésung dieser Aufgabe offenbart die Er-
findung ein Kontaktelement mit einer Leiterplatte mit
den Merkmalen des Anspruchs 1. Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand von Unteranspru-
chen.

[0014] Dabei wird ein Kontaktelement aus einer
Kombination eines Kontaktkorbs, der als kafigartiges
Bauteil ausgebildet ist, mit einem innenliegenden Fe-
derelement bzw. einer Spiralfeder zur Kontaktierung
einer Leiterplatte offenbart. Das Federelement liegt
auf der Platine bzw. der Leiterplatte, auf die sie auf-
gesetzt wird, auf. Es kann kreisférmig als geschlos-
sene Federelement ausgebildet sein. Das Federele-
ment ist elektrisch leitend insbesondere aus Metall
ausgebildet. Das kéafigartige Bauteil bzw. der Kontakt-
korb umschliet das Federelement wenigstens an
dem Bereich, an dem es nicht auf der Leiterplatte
aufliegt, bzw. deckt dieses ab. Der Kontaktkorb ist
mit einer Vielzahl von Kontaktpunkten an der Leiter-
platte angeordnet und bildet einen Kafig. Der Kon-
taktkorb bzw. das kéafigartige Bauteil ist aus einem
Material ausgebildet, das eine gewisse Duktilitat auf-
weist, so dass beispielsweise ausgebildete Schen-
kel des Kontaktkorbs bzw. kéfigartigen Bauteils zu-
mindest an dessen zulaufenden inneren Kanten der
Schenkel bewegt bzw. aufgedriickt werden kdnnen.
Das kéfigartige Bauteil kann als Stanzteil ausgebildet
sein.

[0015] Der Kontaktkorb weist ein in etwa mittig an-
geordnetes Loch auf, um das sowohl das auf der Lei-
terplatte aufliegende Federelement sowie das dieses
abdeckende kafigartige Bauteil bzw. der Kontaktkorb
angeordnet sind. Der Kontaktkorb wird an der Leiter-
platte angeordnet.

3/8

[0016] Ein Bolzen wird durch den Kontaktkorb hin-
durchgefihrt. Der Bolzen bzw. Stecker wirkt als Ver-
bindungselement. Der Bolzen kann so eingescho-
ben werden, dass er den Kontaktkorb nicht berthrt,
jedoch das vom Kontaktkorb umschlossene Feder-
element kontaktiert. Der Bolzen kann so angeordnet
werden, dass er die Leiterplatte nicht berthrt.

[0017] In der Leiterplatte kann ebenfalls ein Loch
ausgebildet sein. Der Bolzen kann auch so ausgebil-
det sein, dass er durch das Loch innerhalb des Kon-
taktkorbs und das Loch in der Leiterplatte hindurch-
gefuhrt wird und so eine weitere Kontaktierung erfol-
gen kann.

[0018] Des Weiteren kann eine weitere Kontaktmdg-
lichkeit dadurch erfolgen, dass durch ein Loch in der
Leiterplatte bzw. Platine ein Kontaktmittel aus der
Richtung von unten, also auf der anderen Seite, auf
der der Kontaktkorb um das Federelement herum an-
geordnet ist, eingeschoben wird, welches das Feder-
element an seiner Unterseite kontaktieren kann.

[0019] Der eingeschobene Bolzen ist somit von dem
Kontaktkorb und dem innenliegenden Federelement
umschlossen. Durch die Anordnung des Federele-
ments bzw. der einzelnen gewickelten Teile des Fe-
derelements, die auf der Leiterplatte aufliegen, ent-
stehen gute Ubertragungsstellen fiir Hochstromkon-
takte. Es erfolgt eine Direktiibergabe des Hochstroms
an die Platine bzw. die Leiterplatte. Das Federele-
ment kann als Stanzteil hergestellt werden. Diese
Herstellung hat einen Kostenvorteil gegenlber einem
nach dem Stand der Technik hergestellten Frasteil.

[0020] Zur Kontaktierung des Kontaktkorbs mit der
Leiterplatte sind am Kontaktkorb Pins ausgebildet.
Diese Pins kdnnen gerade, in Richtung zur Leiter-
platte senkrecht dazu, ausgebildet sein. Sie werden
durchkontaktiert an der Leiterplatte angeordnet. Da-
durch entsteht eine Kontaktierung durch die Bohrun-
gen fur die Pins des Kontaktkorbs bzw. des kafigarti-
gen Bauteils zumindest an dessen auf3en liegenden
Seite durch die Platine bzw. die Leiterplatte, durch die
die Pins durchgefihrt sind, und die Kontaktoberflache
des Federelements auf der Oberflache der Leiterplat-
te.

[0021] Die Pins kénnen auch an ihrer in Richtung zu
der Leiterplatte zeigenden Seite abgeknickt derartig
ausgebildet sein, dass die Pins auf der Leiterplatte
aufliegen kénnen und dadurch einen Kontakt erzeu-
gen. Die Spitzen der abgeknickten Pins zeigen dabei
insbesondere nach aulen, also von der mittigen Off-
nung des Kontaktkorbs weg. In dem Kontaktbereich
der Leiterplatte, auf der die Pins aufliegen sollen, sind
Pads auf der Leiterplatte vorgesehen. Diese kénnen
gepastet, also mit einer Paste versehen, auf Kontakt-
bzw. Teilbereichen der Leiterplatte aufgebracht wer-
den. Danach erfolgt ein Létprozess, bei dem eine fes-
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te Verbindung durch den Einsatz einer Lotpaste her-
gestellt wird.

[0022] Der Kontaktkorb mit dem Federelement in-
nerhalb des Kontaktelements kann auch kreisseg-
mentartig angeordnet werden und so die Bohrung
bzw. die mittige Offnung des Kontaktkorbs nicht voll,
sondern auch nur partiell umschlossen ausgebildet
werden.

[0023] Das erfindungsgeméafle Kontaktelement mit
dem Federelement sowie dem Kontaktkorb hat dabei
den Vorteil, dass eine Vielzahl von Kontaktauflage-
punkten ausgebildet wird und dadurch gute Ubertra-
gungsstellen fir Hochstrom entstehen.

[0024] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind der nachfolgenden Figu-
renbeschreibung, den Zeichnungen und den Anspri-
chen entnehmbar.

[0025] Nachfolgend wird ein Ausflihrungsbeispiel
der erfindungsgeméafien Lésung anhand der beige-
fugten schematischen Zeichnungen néher erlautert.
Es zeigt:

Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch ein Kontaktele-
ment schrag von oben,

Fig. 2 zeigt eine Ausbildung eines kafigarti-
gen Kontaktkorbs des Kontaktelements in einer
Schragansicht von oben und

Fig. 3 stellt eine Ausfihrungsform des Kontakt-
elements mit abgeknickten Pins in einer Drauf-
sicht schrag von oben dar.

[0026] In Fig. 1 ist ein Kontaktelement 10 dargestellt.
Das Kontaktelement 10 ist fiir Hochstromkontakte in
Verbindung mit einer Leiterplatte bzw. Platine aus-
gebildet. Das Kontaktelement 10 weist eine Kontakt-
korb 12 auf. Der Kontaktkorb 12 ist in seiner Gesamt-
heit kafigartig ausgebildet. Der Kontaktkorb 12 weist
ein Hakenelement 14 auf, das bogenférmig ausge-
bildet ist. Die einzelnen Hakenelemente 14 des Kon-
taktkorbs 12 sind in diesem Ausflihrungsbeispiel ring-
férmig angeordnet und bilden die Abdeckung eines
Hohlraums. An ihrer abgebogenen Vorderseite 16,
die in Richtung einer mittigen Offnung 18 zeigt, kén-
nen die Hakenelemente 14 zur Mitte hin verjlingt aus-
gebildet sein.

[0027] Die Hakenelemente 14 weisen Pins 20 bzw.
Fifchen auf. Die Pins 20 dienen der Befestigung des
Kontaktelements 10 auf der Leiterplatte. Die Pins 20
sind am Kontaktkorb 12 daher so angeordnet, dass
sie in Richtung hin zur Leiterplatte zeigen. Die Pins
20 kdnnen insbesondere durchkontaktiert an der Lei-
terplatte angeordnet werden.

[0028] Zwischen dem kafigartig ausgeformten Kon-
taktkorb 12 und der Leiterplatte ist ein Federelement
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22 angeordnet. Das Federelement 22 ist innerhalb
des Kontaktkorbs 12 von diesem gehalten angeord-
net. Das Federelement 22 kann als Spiralfeder aus-
gebildet sein. Das Federelement 22 kann ringfor-
mig und geschlossen ausgebildet sein. Das Feder-
element 22 bildet einen weiteren Kontakt zur Leiter-
platte, auf der es angeordnet wird. Das Federelement
22 liegt somit mit einer Vielzahl von Kontaktpunkten
auf der Leiterplatte liegend auf.

[0029] In die mittige Offnung 18 wird zur Befestigung
und ggf. zur weiteren Kontaktierung ein Bolzen 24
bzw. ein Stecker eingeschoben. Der Bolzen 24 wird
so weit eingesteckt, bis er an seinem Umfang das Fe-
derelement 22 kontaktiert.

[0030] Der Bolzen 24 wird durch den Kontaktkorb 12
durch die Offnung 18 geschoben. Im Regelfall beriihrt
der Bolzen 24 den Kontaktkorb 12 nicht. Der Bolzen
24 berUhrt hingegen das Federelement 22.

[0031] Der eingeschobene Bolzen 24, der als Ver-
bindungseinrichtung wirkt, ist somit nahezu vollstan-
dig innenliegenden Federelement 22 umschlossen.
Durch die Anordnung des Federelements 22 bzw. der
einzelnen gewickelten Teile des Federelements 22
an der Leiterplatte entstehen gute Ubertragungsstel-
len fur den Hochstrom. Es kann eine Direktiibergabe
des Hochstroms an die Platine bzw. die Leiterplatte
erfolgen.

[0032] Dadurch entsteht eine Kontaktierung durch
die Bohrungen fiir die Pins 20 des kafigartigen Kon-
taktkorbs 12 zumindest an deren aullen liegenden
Seiten durch die Platine bzw. die Leiterplatte hindurch
und zusatzlich durch die Kontaktoberflachen des Fe-
derelements 22 auf der Oberflache der Leiterplatte.

[0033] Der Kontaktkorb 12 mit dem Federelement 22
des Kontaktelements 10 kann auch kreissegmentar-
tig ausgebildet und angeordnet werden und so die
Bohrung bzw. die mittige Offnung 18 nicht voll, son-
dern auch nur partiell umschlossen ausgebildet wer-
den. Das erfindungsgemafle Kontaktelement 10 mit
dem Federelement 22 sowie dem Kontaktkorb 12
weist eine Vielzahl von Kontaktauflagepunkten auf,
so dass dadurch gute Ubertragungsstellen fiir Hoch-
strom entstehen.

[0034] Fig. 2 zeigt die Ausbildung des Kontaktkorbs
12 im Einzelnen. Die Hakenelemente 14 sind zur In-
nenseite in Richtung der Offnung 16 abgebogen bzw.
abgeknickt ausgebildet. Der Kontaktkorb 12 auf der
Leiterplatte ist in diesem Ausflihrungsbeispiel in etwa
kreisrund ausgebildet. Die ausgebildeten Pins 20 be-
finden sich aus Richtung der Leiterplatte her betrach-
tet an der unteren Seite des aufgesetzten Kontakt-
korbs 12 und greifen durch in die Leiterplatte einge-
brachte Bohrungen durchkontaktiert in diese ein. Sie
kdénnen in Einpresstechnik dort angeordnet sein. In-
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nerhalb des Kontaktkorbs 12, der die Funktion eines
Kéfigs hat, wird die Spiralfeder bzw. das Federele-
ment 22 (aus Fig. 1) angeordnet. Dieses Federele-
ment 22 ist durch die Ausbildung des Kontaktkorbs 12
mit den in der Leiterplatte befestigten Pins 20 sowie
den ausgebildeten Hakenelementen 14 sicher in sei-
ner Position auf der Leiterplatte angeordnet. Die Off-
nung 18 dient der Einbringung des Bolzens 24 bzw.
Steckers. Dadurch wird die Lage des Federelements
22 (aus Fig. 1) gesichert und die Position der Kontak-
tierungen der Leiterplatte festgelegt.

[0035] Fig. 3 zeigt den Kontaktkorb 12 mit abge-
knickten Pins 20. Die Pins 20 werden nicht durch die
Leiterplatte gefuhrt, sondern sie werden mit ihren un-
teren Flachen der in diesem Ausfiihrungsbeispiel in
Richtung nach auf3en hin, in entgegengesetzter Rich-
tung weg vom Loch 18 abgeknickten bzw. abgeboge-
nen Pins 20, auf die Leiterplatte aufgelegt. Dadurch
wird eine Kontaktierung ermdglicht.

[0036] Alle in der Beschreibung, den nachfolgen-
den Anspriichen und den Zeichnungen dargestellten
Merkmale kdnnen sowohl einzeln als auch in belie-
biger Kombination miteinander erfindungswesentlich
sein.

Bezugszeichenliste

10  Kontaktelement

12 Kontaktkorb

14  Hakenelement

16  Vorderseite

18  Offnung

20 Pin

22  Federelement

24  Verbindungseinrichtung

Patentanspriiche

1. Kontaktelement (10) mit einer Leiterplatte zur
Hochstromkontaktierung, wobei das Kontaktelement
(10) mehrteilig ausgebildet ist und einen Kontaktkorb
(12), ein Federelement (22) und eine Verbindungs-
einrichtung (24) aufweist und das Federelement (22)
vom Kontaktkorb (12) zumindest partiell umschlos-
sen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element (22) eine Vielzahl von Kontaktpunkten zur
Leiterplatte aufweist.

2. Kontaktelement (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kontaktkorb (12) kreisfor-
mig ausgebildet ist.

3. Kontaktelement (10) nach einem der Anspriiche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
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taktkorb (12) mindestens ein Hakenelement (14) auf-
weist.

4. Kontaktelement (10) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kontaktkorb (12) mindestens einen Pin (20) auf-
weist.

5. Kontaktelement (10) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Pin (20)
durch die Leiterplatte durchkontaktiert angeordnet ist.

6. Kontaktelement (10) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Pin (20)
einen abgeknickten Bereich aufweist, der auf der Lei-
terplatte aufliegt und dadurch eine Kontaktierung bil-
det.

7. Kontaktelement (10) nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kontaktkorb (12) kéafigartig ausgebildet ist.

8. Kontaktelement (10) nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungseinrichtung (24) als Bolzen ausgebil-
det ist.

9. Kontaktelement (10) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Kontaktierung sowohl durch den Kontakt der
Pins (20) des Kontaktkorbs (12) zumindest an deren
aullen liegenden Seite durch die Leiterplatte hindurch
oder das Aufliegen der Pins (20) auf der Leiterplat-
te und durch die Kontaktoberflichen des Federele-
ments (22) auf der Oberflache der Leiterplatte ausge-
bildet ist.

10. Kontaktelement (10) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zusatzliche Kon-
taktierung durch die Flihrung des Bolzens durch die
Leiterplatte hindurch oder durch eine Fuhrung eines
anderen Kontaktmittels ausgebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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